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壹、學程目的： 

配合政府『兩兆雙星』計畫且國內 IC 構裝產業佔世界第一，有鑑於半導體封裝測試需要

大量電子、機械、化工、材料等工程專業人才，本學程提供學生技能整合、第二專長的就

業能力。 
貳、發展重點與特色： 

本學程以『IC 構裝測試與可靠度分析』為共同核心必修課，另結合電子工程學系、機械

與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系的課程，培育學生對半導體構裝

技術與發展的認知。 
参、實施對象： 

本校工學院、智慧科技學院二至四年級學生。 
肆、課程系統： 

一.本學程共需修滿十八學分始得發給證書。且至少應有六學分不屬於 

主修學系應修之學分數，課程資料請參閱課程表。 

二.在半導體相關公司進行校外實習，可抵相關課程之學分。相關課 

程之認定由學程委員認定。 

 
伍、學程開始日期：九十八學年度。 
 
陸、申請日期：依學校行事曆規定提出申請。  

 
柒、申請程序： 
          先向原肄業學系提出申請，經原學系系主任核准後，再交由電子工程學系、機械與自動

化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系共同組成之委員會審核，通過後送機

械與自動化工程學系系辦登記。 
 

捌、修習證書：修畢應修課程且成績及格者，將頒發證書，並記載所修習課程科 
              目。 
 
玖、主辦單位： 
          本學程委員會，每學期至少開會一次，共同規劃、討論、議決學程相關事宜。學程委員

會之委員由電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學

系系主任組成，並由機械與自動化工程學系系主任擔任召集人，共計四人。 
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「電子構裝」學程課程表 

課程分類 課程名稱 必修/
選修 

學分 開課系級 備註 

1、基礎

課程(八
選二) 

電路學(一) 選   3 電子系二上  
電子學(一) 選 3 電子系二上  
材料力學 選 3 機械系二下  
熱傳學 選 3 機械系三下  
有機化學(一)  選 3 化工系二上  
化工熱力學(一) 選 3 化工系三上  
材料科學導論(一) 選 3 材料系一上  
高分子材料概論 選 3 材料系二下  

2、專業

核心 
(ㄧ科) 

IC 構裝測試與可靠度分

析 必 3 機械系四上或四下 
邀請校外實務專家授課 6 小時，視

為外系課程。 

 
3、專業進

階 ( 十 四

選三) 

電子構裝技術 選 3 電子系四上或四下  
印刷電路板工程 選 3 電子系二上或二下  

電子系統冷卻技術 選 3 機械系四上或四下  
IC 構裝原理與實務 選 3 機械系四上或四下  
材料缺陷分析 選 3 材料系四上或四下  
※電子元件製作技術 選 3 電子系二上或二下 此四門課為四選一課程。 

 ※半導體製程 選 3 機械系四上或四下 
※半導體製程 選 3 化工系四下 
※半導體製程技術 選 3 材料系四上或四下 
◎高分子加工與物性 選 3 化工系四上 此三門課為三選一課程。 

◎高分子材料加工原理與

應用 
選 3 材料系三上或三下 

◎高分子材料物性 選 3 材料系三上或三下 
液晶顯示器之驅動 IC可

撓式可靠度分析介紹 

選 3 材料系三上或三下 此兩門課為二選一課程 

液晶顯示器之驅動 IC可

撓式封裝材料分析介紹 

選 3 材料系三上或三下 
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義守大學修習「電子構裝」學程申請表 

                 申請日期:     年     月    日 

姓名: 學號: 聯絡電話: 

通訊地址: 

E-mail: 

原屬學系:        學院                 系            年級        班 

原屬學系導師: 

原屬學系系主任意見： 

 

 

 

學程申請審查意見: 

 

 

備註: 

1. 請附一張歷年成績單。 

2. 原屬學系系主任簽核後請將申請表繳交回機械系辦公室，以利審查。 
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義守大學「電子構裝」學程證書申請表 

申請日期:      年     月     日 

姓名: 學號: 聯絡電話: 

院系年級別            學院                      學系      年級    班 

 □申請中文證書      □申請英文證書，英文姓名：   

郵資:      元     □已付         

 □證書自取     □請代為郵寄，住址如下： 

通訊地址(證書寄發地址): 

E-mail: 

學程委員會審核結果: 

通過：□  

不通過：□ 

※本學程共需修滿十八學分始得發給證書。且至少應有六學分， 
不屬於主修學系應修之學分數，課程資料請參閱課程表。 

※在半導體相關公司進行校外實習，可抵相關課程之學分。 

相關課程之認定由學程委員認定。 

※請附歷年成績單。 

※繳交本表時，請將成績單正本裝訂於後。 

學程承辦單位

承辦人章戳 

 

學程承辦單

位主管章戳 
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「電子構裝」學程成績檢核表 

學系：               姓名：             學號： 

課程分類 課程名稱 必修/選
修 

學分 開課系級 
已修 分數 

1、基礎課程

(八選二) 
電路學(一) 選   3 電子系二上   
電子學(一) 選 3 電子系二上   
材料力學 選 3 機械系二下   
熱傳學 選 3 機械系三下   
有機化學(一)  選 3 化工系二上   
化工熱力學(一) 選 3 化工系三上   
材料科學導論(一) 選 3 材料系一上   
高分子材料概論 選 3 材料系二下   

2、專業核心 
(ㄧ科) IC 構裝測試與可靠度分析 必 3 機械系四上或四下 

  

 
3、專業進階(十
四選三) 

電子構裝技術 選 3 電子系四上或四下   
印刷電路板工程 選 3 電子系二上或二下   

電子系統冷卻技術 選 3 機械系四上或四下   
IC 構裝原理與實務 選 3 機械系四上或四下   
材料缺陷分析 選 3 材料系四上或四下   
※電子元件製作技術 選 3 電子系二上或二下   
※半導體製程 選 3 機械系四上或四下  
※半導體製程 選 3 化工系四下  
※半導體製程技術 選 3 材料系四上或四下  
◎高分子加工與物性 選 3 化工系四上   

◎高分子材料加工原理與應

用 
選 3 材料系三上或三下  

◎高分子材料物性 選 3 材料系三上或三下  
液晶顯示器之驅動 IC可撓

式可靠度分析介紹 

選 3 材料系三上或三下   

液晶顯示器之驅動 IC可撓

式封裝材料分析介紹 

選 3 材料系三上或三下  

審核結果 

◎核心課程         學分 ◎請附歷年成績單。 

◎本學程共需修滿十八學分始得發給證

書。且至少應有六學分不屬於主修學系應

修之學分數，課程資料請參閱課程表。 

◎在半導體相關公司進行校外實

習，可抵相關課程之學分。相關課

程之認定由學程委員認定。 

◎一般課程         學分 
◎總修學分         學分 
審核結果： 
通過： □  
不通過：□ 

學程承辦單

位承辦人章

戳 

 

 

User
新建印章


